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Abstract (en)
[origin: US2023009684A1] A waveguide arrangement contains a first ridged waveguide and a second waveguide. The first ridged waveguide
contains a first casing with a first cavity and a first ridge extending in the first cavity in the longitudinal direction. The first ridge is conductively
connected to a wall of the first casing. The second waveguide contains a second casing with a second cavity. The first ridged waveguide overlaps
the second waveguide in the longitudinal direction of the waveguide arrangement in a connecting section to produce a capacitive coupling between
the first ridge and the second waveguide.

Abstract (de)
Eine Hohlleiteranordnung (10) enthält einen ersten Steghohlleiter (100A) und einen zweiten Hohlleiter (100B). Der erste Steghohlleiter (100A)
enthält ein erstes Gehäuse (110) mit einem ersten Hohlraum (120) und einen sich in dem ersten Hohlraum (120) in Längsrichtung erstreckenden
ersten Steg (130A). Der erste Steg (130A) ist galvanisch mit einer Wand (112) des ersten Gehäuses (110) verbunden. Der zweite Hohlleiter (100B)
enthält ein zweites Gehäuse (110) mit einem zweiten Hohlraum. Der erste Steghohlleiter (100A) überlappt den zweiten Hohlleiter (100B) in einem
Verbindungsabschnitt (140) in Längsrichtung (102) der Hohlleiteranordnung (10), um eine kapazitive Kopplung zwischen dem ersten Steg (130A)
und dem zweiten Hohlleiter (100B) herzustellen.
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